
 
 

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS  

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY DENGAN 

METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL  

PT FLEXTRONICS TECHNOLOGY INDONESIA 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Sangkut Pahlepi 

150410075 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER 

UNIVERSITAS PUTERA BATAM 

TAHUN 2020



ii 
 

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS  

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY DENGAN 

METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL  

PT FLEXTRONICS TECHNOLOGY INDONESIA  

 

 

SKRIPSI 

 

 
Untuk memenuhi salah satu syarat 

Memperoleh gelar sarjana 

 

 

 

 

Oleh: 

Sangkut Pahlepi 

150410075 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER 

UNIVERSITAS PUTERA BATAM 

TAHUN 2020



 
 

iii 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya: 

Nama  : Sangkut Pahlepi 

NPM  : 150410075 

Fakultas : Teknik dan Komputer 

Program studi : Teknik Industri 

Menyatakan bahwa “naskah skripsi” yang saya buat dengan judul 

“ANALISIS PENGENDALIAAN KUALITAS PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY DENGAN METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL PT 

FLEXTRONICS TECHNOLOGY INDONESIA” 

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. 

Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan 

daftar pustaka. Apanila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan 

terdapat unsur-unsur PLAGIATASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan 

dan ijazah yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 

siapapun. 

 

 

 

 

Batam, 14 Februari 2020 

 

 

 

Sangkut Pahlepi 

150410075 

 

 



 
 

iv 
 

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS  

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY DENGAN 

METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL  

PT FLEXTRONICS TECHNOLOGY INDONESIA 

 

 

SKRIPSI 

 

 
Untuk memenuhi salah satu syarat 

Memperoleh gelar sarjana 

 

 

Oleh: 

Sangkut Pahlepi 

150410075 

 

 

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 

Seperti tertera dibawah ini 

 

 

Batam, 14 Februari 2020 

 

 

 

Nofriani Fajrah, S.T., M.T. 

Pembimbing 

 

 

 



 
 

v 
 

ABSTRAK 

Dewasa ini perkembangan perekonomian Indonesia berada pada tingkat 

pertumbuhan yang kurang menggembirakan. Hal ini merupakan dampak dari 

adanya resesi perekonomian yang tak kunjung habis. PT Flextronics Technology 

Indonesia Adalah perusahaan yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly 

(PCBA). Namun didalam proses produksi masih ditemukan cacat yang bervarisi, 

oleh karen itu, perlu dilakukan penelitian mengidentifikasi jenis cacat yang sering 

muncul pada produk Printed Circuit Board Assembly pada PT Flextronics 

Technology Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya penyebab cacat pada produk Printed 

Circuit Board Assembly pada PT Flextronics Technology Indonesia. Berdasarkan 

hasil pengolahan data menggunakan Statistical Quality Control yaitu Pareto 

Diagram ditemukan 4 penyebab cacat pada produk printed circuit Board 

Assembly yang teridentifikasi yaitu Insuft Solder, Solder Short, Solder Blow Hole, 

Exess Solder. Dari 4 defect tersebut, defect solder sort jenis defect tertinggi 29% 

dan jenis cacat Excess solder merupakan cacat terendah dengan persentase 23%. 

Selain itu, berdasarkan hasil pengolahan data menggunkan peta kendali P tidak 

terdapat data proporsi yang keluar dari batas control. Berdasarkan kondisi tersebut 

diketahui penyebab dari defect yang terjadi adalah manusia, material, mesin, dan 

metode kerja 

Kata kunci: fishbone diagram, p-chart, printed circuit board assembly, SQC  
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ABSTRACT 

At present the development of the Indonesian economy is at a less encouraging 

rate of growth. This is the impact of an endless economic recession. PT 

Flextronics Technology Indonesia is a company that producess printed circuit 

board assembly (PCBA). But in the production process there are still various 

defect. therefore, it is necessary to do research to identify the types of defect that 

often appear on printed circuit board assembly products at PT Flextronics 

Technology Indonesia. In addition, this study also aims to identify the factors that 

cause defect in Printed Circuit Board Assembly products at PT Flextronics 

Technology Indonesia. Based on the results of data processing using statistical 

quality control, namely the pareto diagram found 4 causes of defect in the Printed 

Circuit Board Assembly products identified, namely Insuft Solder, Solder Short, 

Solder Blow Hole, Exess Solder. Of the 4 defect, the highest defect solder sort 29 

% and the lowest excess solder defect was 23 %. In addition, based on the results 

of data processing using the P control map, there is no data on the proportion 

coming out of the control boundary. Based on these conditions it is known that the 

causesof defect that occur are human, material, machinery, and work methods. 

 

Keywords: fishbone diagram, p-chart, printed circuit board assembly, SQC 
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